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Glas als Elektronikverpackungsmaterial
.
| Laser Induced Deep Etching (LIDE®)
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Glas als Eletronikverpackungsmaterial
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Glas als Eletronikverpackungsmaterial

= Kostengunstig
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Glas als Eletronikverpackungsmaterial

= Kostengunstig

» Einzigartige Eigenschaften
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Glas als Eletronikverpackungsmaterial
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= Kostengunstig

» Einzigartige Eigenschaften
Einstellbarer CTE
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Glas als Eletronikverpackungsmaterial

= Kostengunstig

= Einzigartige Eigenschaften - Ino- .

Hervorragende mechanische

Eigenschaften
72 64 73 160

(GPa)
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Glas als Eletronikverpackungsmaterial

= Kostengunstig /Theore
» Einzigartige Eigenschaften ' R >

Glas v

_ 1(>1000 MPa)~&

o Hervorragende mechanische B SRS

«—Stahl (500 MPa) e |

|
“—tAl (250 MPa)O'(,/b

Eigenschaften

Die Burchfestigkeit von Glas kann um mehrere

Grolenordnungen variieren.

Inherent |Structural

Flaws | Flaws |
3 >

Die gemessene Bruchfestigkeit hangt von der

Oberflachenqualitat und nicht vom Material ab.

Defektfreies Glas ist ein unglaublich leistungsfahiges

_=_ NN

e - - - -

technisches Material.

|
LIDE bearbeitetes Glas
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Glas als Eletronikverpackungsmaterial

= Kostengunstig

= Einzigartige Eigenschaften - Ino- .

Exzellenter elektrischer Isolator

(me) 1016 108 1011 102

Vitrion is a brand of LPKF Laser & Electronics SE © LPKF Laser & Electronics SE



Glas als Eletronikverpackungsmaterial

= Kostengunstig

= Einzigartige Eigenschaften - Ino- .
darige =9 Quarzglas Borosilikat AISu”riT(l;lto

Exzellente RF Eigenschaften
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Glas als Eletronikverpackungsmaterial

= Kostengunstig

» Einzigartige Eigenschaften

= Qptisch transparent

= Herausagender haptischer Eindruck

Vitrion is a brand of LPKF Laser & Electronics SE © LPKF Laser & Electronics SE



Glas als Eletronikverpackungsmaterial

= Kostengunstig

» Einzigartige Eigenschaften

Thermisch stabil

Chemisch inert
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Glas als Eletronikverpackungsmaterial

Glas ist das ideale Substrat fur die Verpackung von Mikroelektronik:
= Kostengunstig
= Einstellbarer CTE
= Hohes Festigkeit-Gewicht-Verhaltnis

» Geringe Gesamtdickenvariation

= Elektrisch isolierend
= Exzellente RF Eigenschaften
= Hohe Temperaturstabilitat

= Homogene und isotrope Materialeigenschaften
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Stand von Glas in der Eletronikverpackung

Wafer Level Packaging Panel Level Packaging

Aktuelle = Begrenzte Anwendung im GSF = Noch nicht im GDF
Anwendungen = Anwendungen mit geringer » Through glass vias (TGV)
von Glas Komplexitat z.B. Abdeckung erforderlich
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Stand von Glas in der Eletronikverpackung

Die konventionelle Glasverarbeitung beschrankt die Anwendung
von Glas aufgrund von:

= (Mikro-) Rissen

= Ausbriichen

= \Warmeinduzierten Spannungen

= Geringer Genauigkeit

= Geringer Reproduzierbarkeit und Ausbeute

» Rilckstanden und Dampfen

= Begrenzten Aspektverhaltnissen

Glas ist ein einzigartiges Material, dessen Potenzial mit den aktuellen

Verarbeitungsmethoden nicht vollstandig ausgeschopft werden kann.
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Losung: Laser Induced Deep Etching (LIDE®)

WD20mm  SS43

SEI  2.0kV

4

50

WD25mm

SElI  5kV
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Losung: Laser Induced Deep Etching (LIDE®)

Konventionelle L IDE®
Glasverarbeitung

(Mikro-) Risse Ja Nein
Absplitterungen Ja Nein
Warmeinduzierte :
Spannungen Ja Nein
Prazision & Genauigkeit Niedrig < 10um
Reproduzierbarkeit Niedrig Sehr hoch
Partikelbildung Ja Nein
MEDTEN DS Bis zu 1:3 Bis zu 1:50

Aspektverhéltnis

Vitrion is a brand of LPKF Laser & Electronics SE © LPKF Laser & Electronics SE



Laser Induced Deep Etching (LIDE®)

Zweistufiger Prozess
1. Laserstrukturierung

2. Nasschemisches Atzen*

* leichte Dickenabnahme des Glases

Vitrion is a brand of LPKF Laser & Electronics SE

Bohrmodus

Schneidmodus

After laser modification

After wet etching

. ;lliilWii\ilunmnfm'MI

After laser modification

v

After wet etching
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Through Glass Vias (TGV)

TGV — SchlUsselfunktion
1. Mikrolochbildung (mit LIDE)

2. Metallisierung

= Qualifikationskriterien fur TGVs
Positionsgenauigkeit
Dimensionale Genauigkeit

Seitenwandrauheit

Vitrion is a brand of LPKF Laser & Electronics SE
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Through Glass Vias (TGV)

100 - Error X
ErrorY
80 - ?
vil:
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Through Glass Vias (TGV)

240 - Statistics

Min [um] Mean [pm] Max [um] SD [um] Panel 1

Panel 1 148,14 151,04 152,95 0,79

220 - Panel 2 147,93 151,39 153,19 0,78 Panel 2
J Panel 3 148,13 151,28 153,49 0,83
200 - § Panel 3

180-

1601 §
1401
1201
1001
80- !
60- §§
40- -
20- y
13— ﬁéﬁéé R —
140 142 144 146 148 150 152 154 156 158 160
Diameter [um]

» Qualifikationskriterien fur TGVs

Count

« Dimensionale Genauigkeit
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Through Glass Vias (TGV)

—> Topography nm
3000
2500
2000
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o
e
* Seitenwandrauheit 1000
500

20.0 pm
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Through Glass Vias (TGV)

—> Topography nm
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LIDE®-Mikrol6cher fir Through Glass Vias (TGV)

ST 7 PRIy e 'F'V‘Try-v Y~

Hauptmerkmale
= Defektfrei
= Sanduhr- und “V"-formige TGV

= Aspektverhaltnis: typisch 1:10 (max. 1:50)
- GlaniCke: bIS ZU 1 mm SEI S5kV WD26mm X220 50 pym = — — SEI i8kV WD32mn;| x190 100 um ———

» TGV Durchmesser (typisch): 10 — 100 pm

= Positionsgenauigkeit: £5 um, Cp > 1.33 |
= Seitenwandrauheit: ~300 nm

BES 15kV WD15mm SS70 x250

20 ym == Source: Fraunhofer IZM collaboration
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Offene Hohlrdume — hergestellt mit LIDE®

Hauptmerkmale

= Erzeugtim Schneidmodus
Jede Form, jede Grol3e
Eckradius > 5 um

Glasdicke: bis zu 1 mm

WD43mm  SS570 y SElI 5kV WD40mm x100 100pm =

Herstellung von TGVs oder anderen T
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Genauigkeit: £ 5 um, Cp > 1.33
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Geschlossene Hohlrdume — hergestellt mit LIDE®

Hauptmerkmale

= Erzeugt im Raster-Modus

= Jede Form, jede Grol3e

= Eckradius >5 pm il

= Glasdicke: bis zu 1 mm

= Herstellung von TGVs oder anderen
Strukturen im gleichen Schritt moglich

= Hohlraumtiefe: meist < 300 um

= TGV am Boden des Hohlraums mdglich

= Genauigkeit: £ 5 um, Cp > 1.33
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Vorbereitung fur Chip-Vereinzelungen — ,,Sagegraben®

Hauptmerkmale
= Vorgeschnittene Graben flr Trennsagen
= Glassdicke: bis zu 500 pm
= Herstellung von TGVs oder anderen
Strukturen im gleichen Schritt moglich
= Grabenbreite > 10 um

= Genauigkeit: £ 5 um, Cp > 1.33

-

SElI 1.0kV wD42mm SS70
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Laser Induced Deep Etching (LIDE®)

Hauptmerkmale
= Defektfrei
» Jedes Glas, jeder Anbieter
= Wafer-Format: bis zu 12” (300 mm)
» Panel-Format: bis zu 510 mm x 515 mm
= Aspektverhaltnis: typisch 1:10 (max. 1:50)
= Glassdicke: bis zu ~1 mm

» kleinste Strukturgrof3e: ~10 um
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LIDE® Technologie — Business Model

LIDE
Laser Induced Deep Etching

A\ 4 \ 4

Foundry Service LIDE Laser Tools
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Vielen Dank!

Besuchen Sie uns unter:
WWW. .com

und kontaktieren Sie uns direkt Uber unser Kontaktformular
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